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50B Connected Nodes by 2020* 

Networked Infrastructure 

Cloud Wireless Enterprise 
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Transportation 

Networked Everything 
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1 3 

*Source Ericsson 
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• 拡張性が重要 

• サーバ間通信の高速化 

• SDN (Software 

Defined Networks) へ
の対応 

 

Servers connected 

to networks 

Datacenter system 

built from networks 

# Server BW x BW/Server  

= # Devices * Device BW 

ΣBW 
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• 今後５年で16倍の帯
域を 

 どうやって実現する
か？ 

 

1.新しい周波数帯の
活用 

2.周波数の高効率利
用 

3.スモール・セル 

4.高密度基地局  

Femto  

Internet  

Backhaul 
Femto  

Pico 

Relay 

Relay RF 

Backhaul 

CORE 

NETWORK 
Internet 

Pico and RRH  

Dedicated Backhauls 

RRH 
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• セキュリティ脆弱性 

• ハードウェアの老朽
化 

• BYODと構成管理 

• ハイブリッド・デー
タセンター 
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接続ノードの増加により、より高速・広
帯域なネットワークが必要： 

• マルチコア・プラットフォームによるイ
ンテリジェントでセキュアなネットワー
ク 

• 低コスト、低消費電力で容易に使える
機器 

• 共通アーキテクチャでスケーラビリ
ティの高いプラットフォーム 

• ソフトウェアの複雑さを低減 
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Company 

2012 Share 2011-2012 Share 

Change 

Freescale 52.2% 0.0% 

Cavium 12.9% 0.6% 

Intel 10.4% 0.2% 

Broadcom/NETL 11.4% 0.9% 

AppliedMicro 7.4% -1.0% 

Others 5.7% -0.6% 

Total Market 

* Source: Microprocessor, Embedded in Wired + Wireless Communications, 

Gartner 01 Apr 2013 

• 組込みマルチコア市場をリード（フリースケールは競合他社の総和より大きい） 

• フリースケールの豊富なポートフォリオとスケーラビリティが成功に貢献 

52% 

有線／無線通信市場における 

組込みプロセッサのシェア（2012年） 
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PowerQUICC:  
• 1995年、最初の製品をリリース 

• PowerQUICC, PowerQUICC II/II-Pro/III とファミリ展開 

• 75製品を量産中、15年以上の供給実績 

QorIQ Pシリーズ、Tシリーズ、LSシリーズ 
• 2008年6月発表、現在までに25製品を量産 

• 2010年に64bit e5500コア、2011年にマルチスレッドe6500コアを発表 

• 2012年、次世代プラットフォーム Layerscapeアーキテクチャを発表 

QorIQ Qonverge:  
• 2011年2月発表、現在までに5製品をリリース 

• Power Architecture®コア + StarCore DSPのハイブリッド・マルチコア 

• シングルチップ基地局ソリューション 
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2012 2013 
2Q 3Q 4Q Existing 1Q 4Q 

P3041 

P2041/40 

T4160 

T4240 

P2020/10 

P4080/40 

P5040 

P5020/10 

P5021 

2014 
2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 

T1040/42 

T2080 

T1020/22 

SDK 1.6 SDK 1.7 SDK 1.5 SDK 1.4 SDK 1.3 Biannual  

releases 

業界最高の 

CoreMark/W 

を達成 

LS1 Family 

P1023/17 

P1010/14 

P1021/12 

P1022/13 

P1020//11 

SDKs 

Production Proposal Planning Execution 

Sample 

Production 

LS1xxx 

次世代 

LS3xxx 

LS2xxx T2081 

 

 

High Performance 

25W+ TDP 

 

 

 

 

 

 

Mid Performance 

10-25W TDP 

 

 

 

 

 

 

 

Value Performance 

<10W TDP ARM Cortex-A7を採用した
革新的なソリューション 
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Cloud Networking & Enterprise Segments QorIQ Today QorIQ Roadmap 

Management processors in Fixed 

Configuration Switches 
P1010, P1020, P2020, 

P2041 

T1022, LS1xxx 

Supervisor & Line Card processors in 

Modular Switches  
P3041, P5020, P5040 T2080, LS2xxx 

Supervisor & Line Card processors in Data 

Center Top-of-Rack,  

End-of-Row & Core Switches 

P4040, P4080, P5020, 

P3041 

T2080, LS2xxx 

Application Delivery Controllers 

Load Balancers, WAN Optimization 
T4240, C29x T2080, LS3xxx 

Server to Storage Bridging, CNA P5020, P5040, T4240 T2080, LS3xxx 

Enterprise Modular & Fixed Routers P1021, P1024, P1025, 

P2041 

T1020, T1040, 

LS1xxx, LS2xxx 

Security & UTM Appliances P101x, P1020, P2020, 

P2041, P4080 

T1040, T2080, 

T4240, Layerscape 

WLAN 802.11n, 802.11ac Access Point P1010, P101x, P1020, 

P1022 

T10xx, LS1xxx 

http://www.cisco.com/en/US/prod/switches/ps5718/ps4324/catalyst_4500e.html
http://www.f5.com/pdf/products/big-ip-platforms-ds.pdf
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Enterprise Segment QorIQ Today QorIQ Roadmap 

C-RAN Qonverge, T4240, P4080 LS3xxx 

RNC P4080, T4240 LS3xxx 

Backhaul P1021, P1025, P2041 T1040, T2080 

Cell site routers and aggregation P2020, P2041 T1040, T2080 

Core and Edge Routers P5020, P5040, P3041, 

P2041 

T2080, LS2xxx, 

LS3xxx 

PTN P1021, P1024, P1025, 

P2041 

T1020, T1040, 

LS1xxx, LS2xxx 

Central Office (DSLAM, OLT) P4040, P3041, P1020 T1040, T2080, 

LS2xxx 



13 TM 

16-Lane   10GHz SERDES 

64-bit 

DDR2/3 

Memory 

Controller 

CoreNet™ Coherency Fabric 

PAMU PAMU PAMU 
Peripheral Access  

Mgmt Unit 

Security Fuse Processor 

Security Monitor 

2x USB 2.0 w/PHY 

IFC 

Power Management 

SD/MMC 

2x DUART 

4x I2C 

SPI, GPIO 

64-bit 

DDR2/3 

Memory 

Controller 

64-bit 

DDR3 

Memory 

Controller 

64-bit 

DDR3 

Memory 

Controller 

512KB 

Corenet  

Platform Cache 

512KB 

Corenet  

Platform Cache 

PAMU 

Queue  

Mgr. 

Buffer 

Mgr. 

Pattern 

Match 

Engine 

2.0 

Security 
5.0 

64-bit 

DDR2/3 

Memory 

Controller 

64-bit 

DDR3 

Memory 

Controller 

512KB 

Corenet  

Platform Cache 

RMAN 

DCE  

1.0 

 
Parse, Classify, 

Distribute 
 

1/ 
10G 

1/ 
10G 

1G 

1G 

1G 

1G 

FMan 

1G 

1G 

 
Parse, Classify, 

Distribute 
 

1/ 
10G 

1/ 
10G 

1G 

1G 

1G 

1G 

FMan 

1G 

1G 
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k
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16-Lane   10GHz SERDES 

Processor 

• 12x/8x e6500, 64b, up to 1.8GHz 

• Dual threaded, with128b AltiVec 

• Arranged as 3/2 clusters of 4 CPUs, with 

2MB L2 per cluster; 256KB per thread 

Memory SubSystem 

• 1.5MB CoreNet Platform Cache w/ECC 

• 3x/2x DDR3 Controllers up to 1866MT/s 

• Each with up to 1TB addressability (40 bit 

physical addressing) 

• HW Data Prefetching 

CoreNet Switch Fabric 

High Speed Serial IO 

• 4 PCIe Controllers, with Gen3 

• SR-IOV support 

• 2 sRIO Controllers 

• Type 9 and 11 messaging 

• Interworking to DPAA via Rman 

• 1 Interlaken Look-Aside  at up to10GHz 

• 2 SATA 2.0 3Gb/s 

• 2 USB 2.0 with PHY 

Network IO 

• 2 Frame Managers, each with: 

• Up to 25Gbps parse/classify/distribute 

• 2x10GE, 6x1GE  

• HiGig, Data Center Bridging Support 

• SGMII, QSGMII, XAUI, XFI 

Device 

• TSMC 28HPM Process 

• 1932-pin BGA package 

• 42.5x42.5mm, 1.0mm pitch 

Power targets 

• ~60W thermal max at 1.8GHz 

• ~50W thermal max at 1.5GHz 

Datapath Acceleration 

• SEC- crypto acceleration 40Gbps 

• PME- Reg-ex Pattern Matcher 10Gbps 

• DCE- Data Compression Engine 20Gbps 

HiGig DCB HiGig DCB 

P
re

-f
e
tc

h
 

 

2MB Banked L2 

Power ™ 
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D-Cache I-Cache 

32 KB 32 KB 

T1 T2 

Power ™ 

e6500 

D-Cache I-Cache 

32 KB 32 KB 

T1 T2 

Power ™ 

e6500 

D-Cache I-Cache 

32 KB 32 KB 

T1 T2 

Power ™ 

e6500 

D-Cache I-Cache 

32 KB 32 KB 

T1 T2 

 

2MB Banked L2 

Power ™ 

e6500 

D-Cache I-Cache 

32 KB 32 KB 

T1 T2 

Power ™ 

e6500 

D-Cache I-Cache 

32 KB 32 KB 

T1 T2 

Power ™ 

e6500 

D-Cache I-Cache 

32 KB 32 KB 

T1 T2 

Power ™ 

e6500 

D-Cache I-Cache 

32 KB 32 KB 

T1 T2 

 

2MB Banked L2 

Power ™ 

e6500 

D-Cache I-Cache 

32 KB 32 KB 

T1 T2 

Power ™ 

e6500 

D-Cache I-Cache 

32 KB 32 KB 

T1 T2 

Power ™ 

e6500 

D-Cache I-Cache 

32 KB 32 KB 

T1 T2 

Power ™ 

e6500 

D-Cache I-Cache 

32 KB 32 KB 

T1 T2 
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• IBM POWER7は、性能重視のサーバー向けチップで、200W超の消費電力 

• Intel Xeon E5-2650はCPUとしては16スレッド品なので、 上記性能はデュアル・
ソケットによる性能。消費電力は95W x 2 = 190W  

• Tilera TILE-Gxは、VLIWアーキテクチャのため汎用処理には不向き 

• T4240は、シングルチップの組込み向け汎用プロセッサとして業界最高性能を達
成 
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AltiVec Technology on QorIQ 

• 180個以上のベクタ演算命令 

• コアと同一周波数で実行 

• 整数演算、浮動小数点演算と独立して
実行 

• 順不同実行をサポート  

Vector Unit FPU IU 

Dispatch 

Cache / Memory 

128 bits 64 bits 32 bits In
s
tr

u
c
ti
o

n
 S

tr
e
a

m
 

Execution Flow 

• MPC74xx/MPC86xxファミリで実績あ
るテクノロジをQorIQに搭載 

• 128ビットSIMDエンジン 

− 8/16/32ビットの符号付き/符号なし整
数データ型およびブーリアン・データ
型 

− 32ビットIEEE準拠単精度浮動小数点
データ型 

• 演算/メモリ・アクセス性能を向上 

− 172 GFLOPS on T4240 

− 画像処理/信号処理だけでなく、アルゴ
リズム演算やネットワーク処理でも高
速化を実証 

− 128ビット・アクセスによりメモリ・
アクセスを高速化 

• Mentor Embedded Performance 
Library (MEPL)  

− FFT、FIR/IIRフィルタ、相関関数、要
素単位ベクトル関数、線形代数関数な
ど、250種以上の算術および信号処理
関数を提供 
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• Highest 
performance and 
compute density 

 

• SoC solution 
scaling with 
network 
demands 

 

• Leadership in 

− Virtualization 

− data center 
bridging 

 

• Aggressive 
integration 

− GbE Switching 

− Accelerators 

 

• Power optimized 
design 

− Deep sleep  

− Auto response 

 

<T102x ~ T104x ~ T2081> 

業界で最もスケーラブルな
ピン互換ソリューション 

P
e
rf

o
rm

a
n
c
e
 

Power 

T1020 

T1022 
(dual-core) 

- Dual-Core up to 

1.4GHz 

- T1020 Integrates 

GE Switch 

8 Virtual Cores  

up to 1.8GHz 
Branch 

Office  

Enterprise Campus  

Line Cards 

Core Network 

Cloud Networking 

16 Virtual Cores  

up to 1.8GHz 

 スケーラビリティ 

 性能 

 統合性 
24 Virtual Cores  

up to 1.8GHz 

T1040 

T1042 
(quad-core) 

- Quad-Core up to 

1.4GHz 

- T1040 Integrates 

GE Switch 

T2081 
(8-thread) 

T2080 
(8-thread) 

T4160 
(16-thread) 

T4240 
(24-thread) 
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QorIQ Pシリーズに対して、   
２倍のワット当り性能 

• T2080/81は、P3041と同
等の消費電力で２倍の性
能を実現  

• T2080/81は、P4080の半
分の消費電力で同等の性
能を実現 

• T1040/42は、
P1020/P2020と同等の消
費電力で２倍の性能を実
現 

• T1040/42は、P2041の半
分の消費電力で同等の性
能を実現 

 

P4080 

P3041,  

P2041 

T2080/ 

T2081 

低消費電力 

低コスト化 

同等消費電力で
高性能化 

 In
c

re
a

s
in

g
  
P

e
rf

o
rm

a
n

c
e

 

 Decreasing Power (Watt) 

P1020 

P2020 

低消費電力 

低コスト化 

同等消費電力で
高性能化 

T1040/ 

T1042 
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Datapath Acceleration 

• SEC- crypto acceleration 10Gbps 

• DCE - Data Compression Engine 17.5Gbps 

• PME – Pattern Matching Engine to 10Gbps 

Processor 

• 4x e6500, 64b, 1.2 - 1.8GHz 

• Dual threaded, with128b AltiVec 

• Arranged as cluster of 4 CPUs, with 2MB 

L2 per cluster; 256KB per thread 

Memory SubSystem 

• 512KB Platform Cache w/ECC 

• 1x DDR3/3L Controllers up to 2.1GHz 

• Up to 1TB addressability (40 bit physical 

addressing) 

• HW Data Prefetching 

Switch Fabric 

High Speed Serial IO 

• 4 PCIe Controllers, two at Gen3 

• 1 with SR-IOV support 

• 2 at up to x8 Gen2 

• 2 sRIO Controller 

• Type 9 and 11 messaging 

• Interworking to DPAA via RMan 

• 2 SATA 2.0 3Gb/s 

• 2 USB 2.0 with PHY 

Network IO 

• Up to 25Gbps Simple PCD each 

• 4x1/10GE, 4x1GE 

Device 

• TSMC 28HPM Process 

• 25x25mm, 896 pins,  0.8mm pitch 

Coherency Fabric 

Watchpoint 
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Monitor 
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Real Time Debug 

Security Fuse Processor 

Security Monitor 
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Mgr. 
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S
A

T
A

2
.0

 

S
A

T
A

2
.0
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8-Lane   10GHz SERDES 8-Lane   10GHz SERDES 
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T1 T2 
Power ™ 
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T1 T2 
Power ™ 
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32 KB 32 KB 

T1 T2 
Power ™ 

e6500 

D-Cache I-Cache 

32 KB 32 KB 

T1 T2 

RMan 
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R
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64-bit 

DDR2/3 

Memory 

Controller 

64-bit 

DDR3/3L 

Memory 

Controller 

 

512KB  

Platform 

Cache 

s
R

IO
 

2x USB2.0 + PHY 4x  
1 / 2.5G 

PME  

2.1 

8ch  
DMA 

8ch 

DMA 

Frame Manager 

P
re

-f
e
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h
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Processor 

• 4x e6500, 64b, 1.5 - 1.8GHz 

• Dual threaded, with 128b AltiVec 

• 2MB shared L2; 256KB per thread 

Memory Subsystem 

• 512KB Platform Cache w/ECC 

• 1x DDR3/3L Controllers up to 2.1GHz 

• Up to 1TB addressability (40 bit physical 

addressing) 

• HW Data Prefetching 

Switch Fabric 

High Speed Serial IO 

• 4 PCIe Controllers, one at Gen3 three at 

Gen2 

• 1 with SR-IOV support 

• x8 Gen2 

• 2 USB 2.0 with PHY 

Network IO 

• Up to 25Gbps Simple PCD each direction 

• 2x 1/2.5/10GE + 5x1GE 

• XFI, 10GBase-KR, SGMII, RGMII, 

1000Base-KX 

Device 

• TSMC 28HPM Process 

• 23x23mm, 780pins,  0.8mm pitch,                  

pin compatible with T1042 

Coherency Fabric 

PAMU PAMU Peripheral  Access Mgmt Unit PAMU 

64-bit 

DDR2/3 

Memory 

Controller 

64-bit 

DDR3/3L 

Memory 

Controller 

 

512KB  

Platform 

Cache 

Security Fuse Processor 

Security Monitor 

IFC 

Power Management 

SDXC/eMMC 

2x DUART 

4x I2C 

SPI, GPIO 

2x USB2.0 + PHY 

P
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e
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D-Cache I-Cache 
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D-Cache I-Cache 
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PME  
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8ch  
DMA 

8ch 
DMA 

Frame Manager 

8ch 
DMA 

2x  
1 / 2.5 / 10G 

5x  
1 GE 

8-Lane   10GHz SERDES 

Datapath Acceleration 

• SEC- crypto acceleration 10Gbps 

• DCE - Data Compression Engine 17.5Gbps 

• PME – Pattern Matching Engine to 10Gbps 
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Datapath Acceleration 

• SEC- crypto acceleration  

• PME- Reg-ex Pattern Matcher 

Processor 

• 4x or 2x e5500, 64b, up to 1.4GHz 

• Each with 256KB backside L2 cache 

• 256KB Shared Platform Cache w/ECC 

• Supports up to 64GB addressability (36 bit 

physical addressing) 

Memory SubSystem 

• 32/64b DDR3L/4 Controller up to  1600MHz 

Cygnus Switch Fabric 

High Speed Serial IO 

• 4x PCIe Gen2 Controllers 

• 2x SATA 2.0, 3Gb/s 

• 2x USB 2.0 with PHY 

Network IO 

• FMan packet Parse/Classify/Distribute 

• Lossless Flow Control, IEEE 1588 

• 4x 10/100/1000 Ethernet Controllers  

• 8-Port  Gigabit Ethernet Switch  

• QUICC Engine 

• HDLC, 2x TDM 

• Green Energy Operation 

• Fanless operation quad-core 1.2GHz 

• Packet lossless deepsleep  

• Programmable wake-on-packet   

• Wake-on-timer/GPIO/USB/IRQ 

Device 

• 28HPM Process 

• 780-pin LCFC package 

• 23x23mm, 0.8mm pitch 

Power targets 

• Enable Convection cooled  

system design 
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Datapath Acceleration 

• SEC- crypto acceleration  

• PME- Reg-ex Pattern Matcher 

Processor 

• 4x or 2x e5500, 64b, up to 1.4GHz 

• Each with 256KB backside L2 cache 

• 256KB Shared Platform Cache w/ECC 

• Supports up to 64GB addressability (36 bit 

physical addressing) 

Memory SubSystem 

• 32/64b DDR3L/4 Controller up to  1600MHz 

Cygnus Switch Fabric 

High Speed Serial IO 

• 4x PCIe Gen2 Controllers 

• 2x SATA 2.0, 3Gb/s 

• 2x USB 2.0 with PHY 

Network IO 

• FMan packet Parse/Classify/Distribute 

• Lossless Flow Control, IEEE 1588 

• 5x 10/100/1000 Ethernet Controllers  

• QUICC Engine 

• HDLC, 2x TDM 

Features for Printing  

• DIU (Display Interface Unit)   

• Packet lossless Deep Sleep  

• ECMA-393 Auto-response proxy 

• Programmable wake-on-packet   

Device 

• 28HPM Process 

• 780-pin LCFC package 

• 23x23mm, 0.8mm pitch 

Power targets 

• Fanless operation quad-core 
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8-Lane   5GHz SERDES 

2x USB 2.0 w/PHY 

1G 1G 1G 

 

256KB 

Platform Cache 

Power Architecture® 

e5500 

D-Cache I-Cache 

256 KB 

Backside 

L2 

Cache 32 KB 32 KB 

1G 1G 
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D

M
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D
L
C

 

QUICC  
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 Runtime Software HW and SW Engineering Services Training SW Dev Tools 

HW Dev Tools 

Application Specific 

Middleware 

Operating Systems 

Training 

Partners 

Embedded 

Board 

Solutions 
 
 

IDH/ODM 

 

 

 
 
 

C
o
m

m
o
n
 

O
c
c
a
s
io

n
a
l Software and 

Solution 

Integrators 

(SSI) 

 

 

Communities 

Semiconductors/Companion Modules 
 

For more partner options, visit freescale.com/partners 

© 2012 Freescale Semiconductor, Inc. 

SBC: Single Board Computers SOM: System On Modules  IDH: Independent Design House  ODM  Original Design Manufacturer  SSI: Software & Solution Integrators 

エーアイコーポレーション 

エニア 

Green Hills Software 

日本ローターバッハ 

リネオソリューションズ 

メンター・グラフィックス 

日本オラクル 

QNXシフトウエアシステムズ 

ウインドリバー 

アジレント・テクノロジー 

Green Hills Software 

日本ローターバッハ 

メンター・グラフィックス 

東陽テクニカ 

ウインドリバー 

 

 

 

エーアイコーポレーション 

Aricent Group 

アレイコム 

タタコンサルタンシーサービシズ 

エーアイコーポレーション 

Green Hills Software 

メンター・グラフィックス 

ミッシュインターナショナル 

日本オラクル 

エーアイコーポレーション 

エニア 

Green Hills Software 

メンター・グラフィックス 

ウインドリバー 

エニア 

富士通コンピュータテクノロジーズ 

リネオソリューションズ 

メンター・グラフィックス 

ウインドリバー 

QorIQ / PowerQUICC 

SBC/SOM 

Linux 

アドバネット 

 

ダイアログセミコン
ダクタージャパン 

 

富士通コンピュータ
テクノロジーズ 

 

リニアテクノロジー 

 

マイクロン・ジャパン 

 

ミッシュインターナ
ショナル 

エーアイコーポレー
ション 

Aricent Group 

Infotech Enterprise 

メンター・グラフィック
ス 

日新システムズ 

リネオソリューション
ズ 

タタコンサルタンシー
サービシズ  

タタエレクシーリミ
テッド 

ミッシュインターナ
ショナル 

 
アジレント・テクノロ

ジー 

 

メンター・グラフィッ
クス 

  

日本オラクル 

 

東陽テクニカ 

 

ウインドリバー 

RTOS 

Freescale.com/Alliances
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• 組込み市場では製品の長期サポートが必要 

• フリースケールは長年にわたりデバイスの長期供
給の実績を持つ 

• 長期供給プログラムは、フリースケールがフォー
カスするマーケット･セグメントに対する公式な
プログラム 

− 車載アプリケーションおよびメディカル向けに対
しては、対象製品の最低15年の供給をサポート    

− ネットワーキング向けおよび上記以外のインダス
トリアル･アプリケーション向けに対しては、対象
製品の最低10年の供給をサポート 

• 対象となる製品リストは下記URLを参照 

 http://www.freescale.com/productlongevity  

http://www.freescale.com/productlongevity
http://www.freescale.com/productlongevity
http://www.freescale.com/productlongevity


TM 
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Wireless Cloud Enterprise 

1.0 2.0 3.0 

システム性能  
(アプリケーション処理) 

• バランスド・マルチコアSoCソリューション（最高のワット当り性能） 
• システム性能と使いやすさを重視 

• 5W以下から60Wまでのスケーラブル・アーキテクチャ 

パケット処理  
(アクセス処理) 

• 将来のプロトコルやカスタマイズに対応するプログラマビリティ 

• 先進のアクセラレーション技術 

• 効率的なパケット分散とロード・バランシング 

I/O統合 
(ワイヤレート) 

• 先進のIOコントローラとアクセラレータを統合 

• L2スイッチの統合  

• 40 / 100GbEへのロードマップ 

The network is critical to The Experience (Home / Office / Mobile)  

• Virtualization 

• Big Data 

• SW Defined Networks 

• Central baseband 

• LTE drives IP conversion  
• Public vs. Private 

• Virtual Appliances 

• BYOD 

業界で最もスケーラブルで高性能なマルチコア・ポートフォリオを提供 



26 TM 

• モジュラー型ハードウェア・フレームワー

ク 

− GPPL: 汎用ソフトウェア処理 

− APPL: パケット・オフロード処理 

− EPIL: ワイヤレートI/Oスイッチング 

• 各レイヤは個別に拡張可能 

• CPUコアに依存しない（Core-agnostic）

SoCプラットフォーム               

（Power Architectureコア or ARMコ

ア） 

• APPLはGPPLから自立し、C言語によ

るフル・プログラミングが可能 

• コアの違いを吸収する一貫したソフト

ウェアAPI/ライブラリ 

Layerscapeアーキテクチャは、データパス・アクセラレーション・アーキテクチャ 

（DPAA） の進化形 

S
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m
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n
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m
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General-Purpose Processing Layer (GPPL) 

Accelerated Packet Processing Layer (APPL) 

Express Packet I/O Layer (EPIL) 

CPU(s) Caches 
Mem. 

Cont. 

Accelerated Packet Processor 

Security 

Engine 

Pattern 

Match 

Engine 

Load 

Balance 

Engine 

Decomp 

Engine 

L2-L7 Switch 

Engine 

Packet 

Buffer 

    Ethernet 

   Interlaken 

SERDES 

RapidIO PCI-Express 100/40/10/1G 
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• Cortex-M4とA5コアの非対称
マルチコア・プラットフォーム 

• リッチアプリケーションとリア
ルタイム処理を両立 

• グラフィック、ネットワーク等
の充実した周辺機能 

• ARM9からCortex-A9クアッド
コアまで幅広いラインナップ 

• マルチメディア機能（HDビデ
オ、2D/3Dグラフィック等） 

• 多種OSに対応（Android, 

Microsoft, QNX, VxWorks

等） 

• Cortex-M0+およびM4コア 

• 50MHz～200MHz 

• Flash 32kB～4MB 

• 汎用マイコンファミリと、アプ
リケーション・スペシフィック・
ファミリによる、300以上の豊
富なラインナップ 

• レイヤ毎にソフト制御可能な
ソフトウェア・アウェア・アーキ
テクチャ 

• CPUコアに依存しないSoC

プラットフォーム（ARM or 

Power Architecture） 

Automotive 

Kinetis 
マイクロコントローラ 
Design Potential. Realized 

Vybrid  
非対称マルチコア・プロセッサ 
Rich Apps in Real Time. 

i.MX  
アプリケーション・プロセッサ 
Your Interface to the World. 

QorIQ  
built on Layerscape Architecture 

マルチコア通信プロセッサ 
Accelerating the Network’s IQ 

Networking 

50MHzのマイコンから1GHzを超えるマルチコア・プロセッサまで 

業界で最も幅広いARMコア製品を用意  
多彩な機能と幅広い性能の製品バリエーションで、あらゆる価格、性能、消費電力要求に対応 

Industrial 

Consumer 

Industrial 

Consumer 

Industrial 

Consumer 

Industrial 

Consumer 

Automotive 
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• Dual ARM Cortex-A7 cores up to 

1.0 GHz  

 ECC protected L1/L2 caches 

 NEON  

• Over 5,000 Coremark at under 

3.7W (TDP power) 

• Industry best Coremark / mW ratio 

• Outstanding security and IP 

forwarding 

• High integration reduces BOM 

costs for targeted applications:  

 802.11ac AP Routers 

 Line cards 

 Multi-Service Gateways 

 Industrial Gateways 

 Industrial Automation 

 Printing & Imaging 

 HMI 

 M2M, Smart “X” 

SEC 

4-Lane SERDES 

Express Packet IO Layer (EPIL) 

VeTSEC 

1G 1G 1G 

PCIe 

2.0 

PCIe 

2.0 

Key Architectural Features: 

• ARM  AMBA4 MPCore™ Virtualization 

• DDR3L/4 interface with ECC support 

• 3-port GigE with IEEE 1588 

• 2x PCI Express Gen2 

• Multi-protocol 4-Lane SerDes 

• PCIe-2, SATA3, SGMII 

• QUICC Engine – HDLC/TDM/ProfiBUS 

• EnergyStar support with fast wakeup 

• 2Gbps IP forwarding 

Key System Integration Features: 

• Low-cost NAND/NOR flash systems  

• Low-cost DRAM systems 

• USB3 SuperSpeed  

• SATA III (6Gbps) 

• Audio networking and motor control 

• QorIQ Trust Architecture and  

   ARM TrustZone support 

• Alignment with Kinetis/Vybrid portfolio 

Accelerated Packet Processing Layer (APPL) 

Cache Coherent Interconnect (CCI-400) 

General Purpose Processing Layer (GPPL) 

512KB 

Shared  

L2-cache 

16/32-bit 

DDR4/3L 

Memory 

Controller 
32KB 

I-cache 

32KB 

D-cache 

ARM Cortex-A7 

Core 

32KB 

I-cache 

32KB 

D-cache 

ARM Cortex-A7 

Core Security Fuses 

Security Monitor 

Power Management 

Internal BootROM 

System Control 

DMA 

System Interfaces 

IFC Parallel Bus 

10x UART / 3x I2C 

2x I2S / 2x SPI 

QuadSPI Flash 

IFC NAND Flash 

1x SD/MMC 

1x USB 2.0 

1x SATA 3.0 

4x CAN, Motor Control 

LCD Controller 

uQUICC Engine 

1x USB 3.0 w/PHY  

Neon Neon 
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2013年3月4日 

フリースケール、次世代のi.MX/QorIQ製品開発に向け、 

ARMとのパートナー関係を拡張し、 

Cortex-A50プロセッサ・コアのライセンスを取得 
 

複数年のライセンス契約を通じて、広範なARMベースのポートフォリオを今後も拡充 

 
フリースケール・セミコンダクタ・ジャパン株式会社(本社:東京都目黒区下目黒1-8-1、代表取締役社長:

ディビッド M. ユーゼ、以下 フリースケール)は、i.MX(アイドット・エムエックス)アプリケーション・プロセッサ
やQorIQ(コア・アイキュー)通信プロセッサといった製品ラインの次世代のバージョン向けに、ARM® 

Cortex™-A50シリーズ・マイクロプロセッサ(MPU)のライセンスを取得しました。今回の合意により、フリー
スケールは、ARMと新たな複数年ライセンス契約を包括的に締結し、ARMアーキテクチャに対するコミット
メントを示すとともに、ARMベースのポートフォリオを拡充し、業界有数の幅広いARMテクノロジのソリュー
ションを提供していきます。 
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• QorIQ P1向け低価格な開発環境 Tower System 

（ブース番号：12 ） 

 

QorIQ T4240マルチコア・デモ（ブース番号：13） 
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